




▪ 첨단분야 급증하는 인력수요에 대응하여 신속한 인재 공급 추진

▪ 대학이 기업과 공동으로 취업희망자(대학생) 대상 현장성 높은 단기 집중교육 프로그램을 개발․운영하고 취업 연계 지원

▪ (지원기간) 5년(3+2), ’23년 선정대학(’23~’27)

▪ (예산규모) ’23년, 150억원

▪ 선정된 대학들은 참여기업과 공동으로 수준별 단기 집중 교육과정을 운영해 대학별 연간 최소 100명이상의 실무 인력을 양성

대학

(5교)

가천대 원익IPS, 필옵틱스 설계,소자분석 평가

강릉원주대 엠코테크놀로지코리아,미코세라믹스 소재,장비,공정

단국대 에드워드코리아,온세미컨덕터코리아 설계,공정〮소자,소재

한국공학대 AP시스템,테스 설계,공정장비

한국해양대 제엠제코,에이앤아이 전력반도체

전문

대학

(5교)

경기과학대 실리콘마이터스,케이엠테크 측정검사 품질관리,설계검증

동양미래대 스테츠칩팩코리아,이오테크닉스 검사〮측정,장비

두원공과대 HB솔루션,씨앤지하이테크 장비 유지보수,장비 설계

오산대 제우스,에이치티씨솔루션 장비제작, 유지보수

울산과학대 DB하이텍,에이블 설비 유지보수,전력반도체







와이씨켐

주식회사

82,350

백만원

Photoresist, Rinsing 

Solution
상장사

스템코
313,480

백만원
1-Metal COF FILM 상장사

에드워드코리아
1,020,000

백만원
반도체용 펌프 상장사

㈜지니틱스
27,611

백만원

TOUCH IC,POWER IC,

터치패드모듈
상장사

(주)아스플로
88,390

백만원
반도체 배관부품 상장사

씨에스케이
230,000

백만원
반도체용 스크러버 상장사

온세미컨덕터

코리아(주)

635,000

백만원
반도체 상장사





개설과목

초급 공통: 반도체 기초공학 및 산업의 이해

중급

반도체 공정 소재

반도체 소재 합성

및 분석

MOS 소자 공학

반도체 공정 이론

디지털 IC 설계

아날로그 IC 설계

집중
이수제

▪ 계절학기/정규학기중 집중적으로 수업을 이수하고 학점을 취득하는 집중이
수제 확대 추진

▪ 2023년부터 부트캠프사업단 집중이수제를 도입하여, 실질적인 성과의 조속
한 창출 도모

▪ 인력양성사업에 근거 3과목 9학점으로 마이크로전공 부여

이수학점
제한

▪ 정규/계절학기 이수학점 상한 확대

▪ 부트캠프 교과목 수강시 정규학기 및 계절학기 3학점 추가 신청 가능

성적평가

▪ 타대생, 졸업생, 계열간 수강인원 확대 및 교육방법 혁신을 촉진하기 위해

그동안 유지했던 엄격한 상대평가 제도를 탈피하고 해당 강좌의 상당수를

절대평가 방식으로 전환 추진

수강 및
학점인정

▪ 프로젝트 수행형 교과목운영(예: 캡스톤디자인, 프로젝트 공모형)시 성과기반
학점 인정제 도입

▪ 부트캠프 현장실습 진행시 실습주수에 따른 학점 인정

계열간
수강신청 제한

▪ 학문단위가 다른 계열간에도 의약대 등 특수학문단위를 제외하고는 자유로
운 수강신청이 가능하도록 제도화

▪ 반도체 기초과목 개설 통한 기본지식 습득 및 관련 규정 개정

과목별
수강인원 제한

▪ 원활한 수강신청과 강좌 수강 지원을 위하여 별도 수강T/O 부여 (분반 운영)

▪ 구축된 온라인 강의 플랫폼 활용 및 온라인 강의 구축



몰입형-교과형 연계(호환) 교육
프로그램 연계로 마이크로디그
리 인증 및 부전공학위 취득

현장실습 파견
외부교육 지원

마이크로디그리
장학금 지급

마이크로디그리
전공명기

마이크로디그리 및 부전공 이수
자중 성적우수자에 장학금 지원

참여기업과 연계한 현장실습 프
로그램 운영 및 KSIA, ETRI 등
다양한 외부교육 지원



kseon2@dankook.ac.kr

ssal486@dankook.ac.kr 




